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1 

Beschreibung 

Bilderzeugungsvorrichtung zum Einbau im Dachbereich oder im 
AuBenspiegel eines Kraf tf ahrzeuges 

Die Erfindung betrifft eine Bilderzeugungsvorrichtung, insbe- 
sondere eine 3D-Kamera, zum Einbau in den Dachbereich eines 
Kraf tf ahrzeuges zwecks Erfassung eines Objektes wie eine Per- 
son, oder eines charakteristischen Elements wie die Seiten- 
flache eines Fahrzeugsitzes im Innenraum des Fahrzeuges, oder 
zum Einbau in den AuBenspiegel eines Kraf tf ahrzeuges zwecks 
Erfassung eines Gegenstandes bzw. Fremdf ahrzeuges auf der be- 
nachbarten Fahrbahnspur . 

Als Einbauort far Bilderzeugungsvorrichtungen wie Mono- oder 
3D-Kameras zum Erfassen eines Objektes oder Elements im In- 
nenraum eines Fahrzeuges ist bevorzugt der Dachbereich im Au- 
to vorgesehen. Gleichartige Kameras zum Erfassen eines Ge- 
genstandes zwecks Assistierung beim Spurwechsel werden bevor- 
zugt in den AuBenspiegel eines Kraf tf ahrzeugs eingebaut. 

Problematisch ist in beiden Fallen zunachst die Gewahrleis- 
tung einer in Lage und Richtung ortsfesten Fixierung von Op- 
tik und Bildaufnahmesensor einerseits sowie - bei einer 3D- 
Kamera - zweier derartiger Optikmoduln zueinander anderer- 
seits. Insbesondere diirfen die Optiken zueinander sich weder 
bewegen noch schwingen, was bei einer Vielzahl an Erschutte- 
rungen, denen ein Kraf tf ahrzeug gewohnlich ausgesetzt ist, 
keine vernachlassigbare GroBe darstellt. 

So ist bekannt, das Optikmodul mit dem Gehause der Bilderzeu- 
gungsvorrichtung starr zu verbinden, urn eine entsprechende 
Fixierung bzw. Justierung zu gewahrleisten. Die schaltungs- 
technische Anbindung des Optikmodul s erfolgt zuvor gewohnlich 
mittels einer flexiblen Platine in Flip-Chip-Technologie . Da- 
bei wird die spater mit dem Gehause starr verbundene Optik 
vor dem offenen Fenster mit dahinter liegendem Bildaufnahme- 


2002P20581 


2 


sensor Plazxert. Die sogenannten Flex-Pclien vermeiden nicht 
nur Steckverbrndungselemente, sondern erlauben in vorteilhaf- 
ter » ei se aufgrund ihrer t iexibien Ausgestaltung die Zln 

5 fiXiSrter - eiL einzigT 

f v hochk °»P^^ Halbieiterbauteile mit vie- 

ber nLt^r dSfinierten ^terbahn-l mp edanzen hie - 
b.1 nicht realrsierbar. Diese Komponenten m Ussen auf einer 
wexteren Piatine untergebracht werden. Die Montage einer der- 
artxg ausgebildeten Bilderzeugungavorrichtung i st eher als 
10 aurwendig einzusturen. Daruber hinaus ist bei F lex- F oiien die 

k^it vr n des h ° hen ™ atm ~„ 

K/W proble,nbehaftet. Dies liegt 2um einen an der Aussparung 
der axtrven optisoben Elache (Fenster in der Piatine, und L 

15 ' * PfMtlaCheD <^in mehrxagiger 

Darober hxnaus lessen sich xeine Kahlelemente vorsehen, well 
dxese die Vorteile von Flex-Folien miniMieren wUrden. 

Sine Slcherstellung der Warmeabfuhr wirkt sich jedoch ent- 

•0 au C t el Di e !l aUf , die Bi ^*^ «« Bilderzeugungsvorrichtung 
bzw 1 11 b W S ° SChlechter ' » hah - ^e TeMperatur 1st, 
d!T'p^ . ' 36 Mlt6r dlS °P tito °duln bleiben. Neben 

de» Bxldaufnah.nesensor selbst sind der Mikroprozessor sowie 
wextere hochxcaplexe elextronische Bauteile Wara.eguellen der 
Bxlderzeugungsvorrichtung. Erhehte Temperaturanforderung auf- 

LT«:° n - S T: nelnStrahlUn9 105 ° C ^ebungstejera i 

tar fur dre Optxtooduln treten erschwerend hinzu. Insbesondel 
re bar der 3D-Ka m era ist aus war-aetechnischen Oberlegungen 
sen n^" T DaChbereich b ™- AuBenspiegel fast ausgeschlos- 
sen Und auch »xt der xonvantionellen leiterplattentechnix 
^"^^technisoh auBerst schwierig, d ie entspre- 
chenden Warmemengen abzufuhren. Die Warmeabfuhr ist bisher 
noch nicht oelBst . 81 



35 


" schlis "-h der begrenzte Einbaurau* in, Dachhim- 

aUCh in ^-spiegel, „enn die gesamte Elextroni* der 
Bxlderzeugungsvorrichtung beispielsweise aus Kosten- und F «- 
txgungsgesichtspunxten in einem Gehause angeordnet sein soil 
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Die Abmessungen sind ftlr den gegenwartigen Bauraum im Fahr- 
zeug zu grofi . Eine andere genau definierte geometrische Aus- 
bildung oder Aufteilung der Komponenten, bis hin zu Losungen 
mit einem Zentralgerat im Innenraum des Kraf tf ahrzeuges und 
einem Optikmodul, beispielsweise umfassend einen CMOS-Bild- 
aufnahmesensor (CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconduc- 
tor / komplementarer Metalloxid-Halbleiter) , im Dachhimmel 
bzw. Aufienspiegel sind nicht nur teuer sondern auch aufwen- 
dig. Insbesondere kann die Leitungslange nicht beliebig lang 
sein, weil die Treiberleistung regelmafiig begrenzt ist. .So 
sind bei diesen Satelliten-Losungen neben den bekannten sog. 
Surface Mount Devices (SMD) -Komonenten bzw. Chip-Carrier wie 
Kondensatoren, Transistoren, Widerstande, Spulen, etc. insb. 
Steckerelemente vorzusehen. Hinzu kommt, dass bei der bekann- 
ten SMD-Technologie die Bauteile bzw. Chip-Carrier flachauf 
die Leiterplatte montiert und die elektrischen Anschliisse der 
Chip-Carrier durch Anschlussdrahte direkt auf der Oberflkche 
mit den LeiterzQgen verbunden we x den . Als elektrische An- 
schluss e der Bauteile dienen metallisierte Flachen oder An- 
schlussdrahte, die flach auf der Leiterplatte auf liegen. ^.Die 
Fixierung der Bauteile erfolgt entweder mit Klebstoffen .(bei 
anschliefiendem Schwallotverf ahren) , oder mit Lotpasten beim 
sog. Reflowloten. Diese Technologie unterliegt immanent der 
Gefahr des Vertauschens von Anschltissen zu Lasten der Verbin- 
dungssicherheit . 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
eine verbesserte, die vorgenannten Probleme weitgehendst ver- 
meidende Bilderzeugungsvorrichtung zum Einbau in den Dachbe- 
reich eines Kraf tf ahrzeuges zwecks Erfassung eines Objektes 
bzw. eines Elements im Innenraum eines Fahrzeuges oder zum 
Einbau im AuJienspiegel eines Kraf tf ahrzeuges zwecks Erfassung 
eines Gegenstandes bzw. Fremdf ahrzeuges auf der benachbarten 
Fahrbahnspur bereitzustellen. Insbesondere sollen mehrere der 
zum Teil sich widersprechenden Rahmenparameter wie eine Stei- 
figkeit innerhalb und/oder zwischen den Optikmoduln, eine gu- 
te thermische Anbindung an den Fahrgastraum, eine minimale 
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Bauhahe zumindest im Bereich der Optikmoduln, eine gute Mon- 
tagefreundlichkeit und/oder dergleichen, zugleich verbessert 
werden . 
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Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi durch eine Bilderzeugungs- 
vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelSst. 
Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen, welche ein- 
zeln oder in Kombination miteinander eingesetzt werden kon- 
nen, sind Gegenstand der abhangigen Anspruche . 

Erreicht wird dies bei einer Bilderzeugungsvorrichtung der 
eingangs genannten Art durch eine erste Platine fur hochkom- 
plexe Halbleiter wie Mikro-Controller, Speicher, etc. mit we- 
nigstens einen optischen Bildaufnahmesensor; und eine zweite 
Platine fur alle anderen Bauteile wie insb. grofie Kondensato- 
ren, Transistoren, Widerstande, Spulen, Stecker etc. Das Vor- 
sehen der gesamten Elektronik auf zwei Platinen erlaubt in 
vorteiihafter Weise eine Gruppierung der Bauteile beispiels- 
weise nach Gehausevolumen oder Integrationsgrad und damit die 
Fertigung von Platinen mit vorteilhaft kleineren Abmessungen. 
Diese haben zudem exakt reproduzierbare Hochfrequenzeigen- 
schaften innerhalb einer Schaltung, insbesondere bei LVDS 
(Low Voltage Differential Signaling) High-Speed-Leitungen wie 
z.B. zwischen Mikro-Controller und einem Speichermodul, bei- 
spielsweise einem SIRAM, durch genau definierte geometrische 
Ausbildung der Einzelelemente zum Vorteil. Die Anordnung von 1 , 
erster und/oder zweiter Platine auf einer metallischen Grund- 
platte verbessert in vorteiihafter Weise die Warmeableitung 
erheblich. Gleiches gilt, wenn die Platinen mit der Grund- 
platte verklebt werden. in diesem Fall sind zudem vorteilhaft 
keine Verschraubungen mehr erf order lich. DarUber hinaus sorgt 
die Grundplatte zusatzlich fur hinreichend gute Steifigkeit 
und Ebenheit der Platinen-Moduln. Insbesondere letztgenanntes 
Kriterium ist Vorraussetzung fUr eine korrekte, im Fall einer 
3D-Kamera parallelen, Justierung bzw. Ausrichtung der opti- 
schen Achse (n) . Indem das Gehause keinen Beitrag mehr zur 
Steifigkeit liefert, besteht keine Notwendigkeit auf flexible 
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Platinen zuriickzugreif en, so dass ein weiterer Vorteil 
schliefllich in der erleichterten Eirtbringbarkeit in ein ge- 
meinsames Gehause sowie Verbaubarkeit innerhalb begrenzter 
Einbauraume liegt. 

Zur Verbesserung der thermischen Anbindung, insbesondere der 
warmeerzeugenden, zumeist hochkomplexen Bauteile, beispiels- 
weise an eine Fahrgastzelle, weist wenigstens die erste Pla- 
tine, vorzugsweise aber auch die zweite Platine, thermische 
Pads Oder Vias auf . Eine derartig gute Warmeleitung im Tra- 
germaterial ftthrt in vorteilhaf ter Weise zu einer gleichmafii- 
geren Temperaturverteilung innerhalb der Schaltkreise . Zur 
Gewahrleistung eines Solltemperaturbereichs insb. der opti- 
schen Bauelemente wird vorgeschlagen, bevorzugt sog. Peltier- 
Elemente zu verwenden. Da Peltier-Elemente auch zur Erhohung 
der Temperatur geeignet sind, sind sie konventionellen Kuhl- 
techniken weit Oberlegen. Insbesondere ermoglichen sie in .[ 
vorteilhaf ter Weise eine hohe Kuhi lei stung auf .kleinstem Raum 
und hochste Temperaturgenauigkeit . 

Vorzugsweise ist mittig zentriert ilber dem optischen Bildauf- 
nahmesensor eine Optik starr angeordnet. Diese kann nach ei- 
ner Weiterbildung der Erfindung mit einem eigenen Gehause o- 
der einer Halterung vormontiert sein, was in vorteilhaf ter 
Weise besondere Gehauseauspragungen fur die Optik, wie sie im 
Stand der Technik anzutreffen sind, reduziert. 

Erf indungsgemafi bevorzugt ist zumindest die erste Platine 
nach der sog. Chip-on-Board und/oder Flip-Chip-Technik gefer- 
tigt. In der Chip-on-Board-Technik (COB) werden die Halblei- 
ter-Bauelemente auf der Leiterplatte montiert, kontaktiert 
und vergossen. Die Hauptvorteile dieser Integrationstechnik 
sind neben der platzsparenden Aufbautechnik und Gewichts- 
Reduzierung die hohe Flexibility . 

In der Flip-Chip-Technik werden ungehauste ICs (Die) kopftiber 
auf dem Substrat montiert und gleichzeitig uber Gold-, Lot- 
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Oder Klebstoffbumps elektrisch kontaktiert. Auf diese Weise 
lassen sich hohe Packungsdichten erzielen. Besonders interes- 
sant 1st die Low-cost Flip-Chip-on-Board-Technik, welche mit 
der Oberfiachenmontagetechnik (SMT) kombinierbar ist. So 
5 folgt aus der hohen Verwandtschaf t zur Standard SMT- 
Technologie ein erhebliches Kosteneinsparungspotential : 
selbst „gebumpte* Flip-Chips sind in der Beschaffung zudem 
• kostengtinstiger als entsprechend gehauste Integrierte Schal- 
tungen (IS) . 

0 

Erfindungsgemail bevorzugt weist die erste Platine mehrere La- 
gen fur Verbindungen und definierte Impedanzen auf. Durch die 
flachige Verteilung der Anschliisse entsteht vorteilhaft eine 
optimale Packungsdichte und Verarbeitungsgeschwindigkeit . Die 
5 Mehrlagen-Technik erlaubt zudem in vorteilhaf ter Weise die 
weitere Entflechtung von Halbleiterschaltkreisen auf engem 
Raum. 

Erfindungsgemafi bevorzugt sind die erste und die zweite Pla- 
I tine zueinander geneigt angeordnet, indem bevorzugt die 

Grundplatte einen entsprechenden Neigungswinkel a aufweist. 
Durch die Neigung ist in vorteilhaf ter Weise das Gehause der 
Kamera mit einfachen Mitteln auch gekrummten Oberflachen an- 
passbar. Die Neigung a kann einen beliebigen Winkel aufwei- 
sen. 

Die erfindungsgemafle Bilderzeugungsvorrichtung zeichnet sich 
bevorzugt durch eine dritte, vorzugsweise zwischen und/oder 
seitlich der Optiken angeordneten, Platine aus, welche eine 
Beleuchtungseinheit, beispielsweise matrixformig angeordneten 
LED-Elemente tragt. Die Leuchtdioden dienen beispielsweise 
der Bestrahlung eines Fahrzeugssitzes . Vom Fahrzeugsitz bzw. 
einem charakteristischen Element des Sitzes Oder einem Objekt 
auf dem Sitz reflektierte Strahlen werden vom optischen Bild- 
aufnahmesensor aufgenommen. Damit ist beispielsweise die Er- 
kennung der Position eines Insassen auf dem Fahrzeugsitz oder 
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aber eine Abtastung einer Gefahrenzone vor einem. zusammenge- 
falteten Airbag ermoglicht. 

Erf indungsgemafi bevorzugt ist die dritte Platine durch das 
5 Gehause ftir die Optik und/oder durch eine separate Halterung 
gehaltert, wobei das Optikgehause und/oder die Halterung be- 
vorzugt durch Metallisierung zumindest an ihrer Oberflache 
eine elektrische Verbindung zwischen der Beleuchtungseinheit 
und z.B. der erster Platine herstellt. 

10 

Zwecks thermischer Isolation der ersten Platine gegentiber dem 
LED-Beleuchtungsmodul wird vorgeschlagen, zwischen erster und 
dritter Platine ein geeignetes Isolationsmedium,. insbesondere 
einen thermischen Schirm, beispielsweise eine Warmest rahlung 
15 abweisende Folie, anzuordnen. 

Aus Grtinden der Kostenersparnis wird vorgeschlagen, die zwei- 
te und/oder dritte Platine in einer kostengiinstigeren Piati- 
nen-Technik als die erste Platine auszubilden, wozu sictubei- 
20 spielsweise sog. FR4~Techniken anbieten. Insbesondere kann 
die dritte Platine, aber auch die zweite Platine, eine sog. 
Metalleiterplatine sein, beispielsweise also aus Aluminium o- 
der Kupfer bestehen oder dieses Materialien enthalten, welche 
die Warmebildung durch die LED-Optik in vorteilhaf ter Weise 



geeignet abzufiihren hilft. 


Erf indungsgemaB bevorzugt erfolgt, z.B. nach dem Ausharten 
eines Klebers, in einem zusatzlichen Arbeitsschritt das Ver- 
binden der Chipanschltisse mit der Leiterplatte bzw. Platine 

30 und der ersten und/oder zweiten und/oder dritten Platine un~ 
tereinander mittels eines, aus der IC-Herstellung bekannten, 
sog. Wire-Bonders. Durch die wire-bond-Technik, d.h. dem set- 
zen sog. Bonddrahtchen, kann- in vorteilhaf ter Weise zum einen 
auf platzraubende SMD-Steckverbindungen verzichtet werden. 

35 Zum anderen liegt ein weiterer Vorteil hierbei in der erhoh- 
ten Verbindungssicherheit . So ist kein Vertauschen, keine 
Durchkontaktierung fur Steckerpins, kein Wellenloten (falls 
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nicht als SMD-Stecker) mehr mSglich bzw. notig. Durch die Re- 
duzierung schaltungsinterner Verbindungsstellen wird zudem 
die Zuverlassigkeit der Bilderzeugungsvorrichtung erhoht. 

Zum Schutz vor aulieren Einfltissen wird vorgeschlagen, die 
Bauteile und/oder deren Bonddrahtanschltisse mittels einer 
nicht elektrisch leitenden Vergussmasse, beispielsweise einer 
Kunststoffmasse (Glop-Top) , zuumgeben. 

Alle Bestilckungs- sowie Montagevorgange der erf indungsgemaBen 
Bilderzeugungsvorrichtung konnen bevorzugt in der Hybridfer- 
tigung unter Reinraumbedingungen durchgefiihrt werden. Ein 
Zwischenschritt zur Montage der optischen Bildaufnahmesenso- 
ren auf Flex-Folie kann damit in vorteilhaf ter Weise entfal- 
len. 

Die Bilderzeugungsvorrichtung nach der Erfindung eignet sich 
insbesondere als integrales Bauteil fur im Aufienspiegel ange- 
ordnete Spurwechselassistenten oder im Dachhimmel angeordnete 
Insassenerkennungseinrichtungen eines Kraf tf ahrzeuges . 

Zusatzliche Einzelheiten und weitere Vorteile der Erfindung 
werden nachfolgend an Hand bevorzugter Ausfiihrungsbeispiele 
in Verbindung mit der beigeftigten Zeichnung beschrieben. 

Darin zeigen schematisch: 

Fig. 1 eine Mono-Bilderzeugungsvorrichtung nach der Erfin- 
dung; 

Fig. 2 ein 3D-Bilderzeugungsvorrichtung nach der Erfin- 
dung; 

Fig. 3 die 3D-Bilderzeugungsvorrichtung nach Fig. 2 mit 

einer abgewinkelten Grundplatte ohne Gehauseteile; 
und 
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Fig. 4 die 3D-Bilderzeugungsvorrichtung nach Fig. 3 mit 
einem grofif lachigeren Beleuchtungs-Modul als in 
Fig. 3. 

Fig. 1 zeigt schematisch eine Mono-Bilderzeugungsvorrichtung, 
insb. Mono-Kamera, 1 nach der Erfindung. Auf einer ersten 
starren Platine 10 sind erf indungsgemali alle hochkomplexen 
Bauteile der Kamera 1 angeordnet, also insbesondere ein Mik- 
ro-Controller 11 sowie verschiedene Speicherelemente 12 oder 
dergleichen. Links neben den Speicherelementen 12 befindet 
sich ein optischer Bildaufnahmesensor 50, beispielsweise ein 
sog. CMOS-Bildaufnahmesensor . Obwohl prinzipiell auch andere 
Sensortypen wie beispielsweise CCD-Sensoren (CCD = Charge 
Coupled Device / ladungsgekoppeltes Bauelement) in Frage t kom- 
men, bietet die Verwendung eines CMOS-Sensors eine Reihe von 
Vorteilen. Ein CMOS-Sensor weist in der Regel eine geringere 
Leistungsaufnahme als beispielsweise ein CCD-Sensor auf ., Weil 
beim CMOS-Sensor keine Ladungen Uber iichtempf indliche Sen- 
soroberf lachen transportiert werden mtissen, tritt der sqge- 
nannte Smear-Effekt nicht auf, der als auJierst nachteilig an- 
qesehen wird. Beim CMOS-Sensor ist in der Regel weiterhin ein 
wahlfreier Pixelzugriff moglich. Im Gegensatz hierzu konnen 
bei CCD-Sensoren ublicherweise nur einzelne Zeilen ausgelesen 
werden. Oberhalb des Bildaufnahmesensors 50 ist eine Optik 51 
angeordnet. Bildaufnahmesensor 50 und Optik 51 liegen auf ei- 
ner gemeinsamen optischen Achse 52, welche beispielsweise in 
den Innenraum eines Kraf tf ahrzeuges - zeichnerisch nicht dar- 
gestellt - gerichtet ist. Die Optik 51 wird von einem Gehause 
53 gehaltert. Dieses 53 ist an der ersten Platine 10 befes- 
tigt, vorzugsweise geklebt. Optik 51 und Gehause 53 werden, 
vorzugsweise zu einem Optikmodul vormontiert, auf der Platine 
10 bestUckt. Benachbart der ersten Platine 10 ist erfindungs- 
gemafi eine zweite Platine 20 angeordnet, auf welcher alle an- 
deren Bauteile als die hochkomplexen Halbleiter (Die) ange- 
ordnet sind, also insbesondere Kondensatoren, Transistoren, 
WiderstSnde, Spulen 21 oder SMD-Stecker 22, wobei letzterer 
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10 

eine Kabelverbindung 90 zu externen Auswerteeinheiten oder 
dergleichen ermdglicht. 

Die erste Platine 10 1st bevorzugt nach der sog. Chip-on- 
> Board-Technik gefertigt und weist beispielsweise bis zu sechs 
Oder acht Lagen auf . m der Platine 10 eingebrachte thermi- 
sche Pads, Vias oder sog. Peltier-Elemente 13 helfen, die 
Therxnik in die Grundplatte 40 zu ftihren. Bei der Auswahl des 
Substratmaterials fttr die Platine 10 ist besonderes Augenmerk 
auf dxe Unterschiede in den Warmeausdehnungskoef f izienten 
zwischen den Chips 11, l 2/ etc. und dem Substrat zu legen 
Verwendung finden insbesondere verschiedene Keramikarten, " a - 
ber auch FR4 far Chip-on-Board. Zur weiteren Optiraierung der 
Warmeablextung konnen zumindest teilweise die Kontaktstellen 
der Bauelemente (Die, und Platine xait zusatzlichen Durchkon- 
taktierungen (Via Holes) ausgefuhrt sein. 

Die zweite Platine 20 besteht bevorzugt aus einem sog. FR4- 
Substrat und kann wie die ersten Platine 10 ebenfalls thermi- 
sche Pads, Vias oder sog. Peltier-Elemente (nicht darge- 
stellt) aufweisen. Die zweite Platine 20 kann aber auch eine 
sog. Metalleiterplatine sein. sie weist beispielsweise zwi- 
schen zwei und vier Lagen auf, also deutlich weniger als die 
erste Platine 10. Beide Platinen 10 und 20 sind auf einer 
Grundplatte 4 0 angeordnet, insbesondere eingeklebt. Die vor- 
zugsweise metallische, insb. Aluminium und/oder Kupfer ent- 
haltende, Grundplatte 40 sorgt neben einer verbesserten War- 
meableitung insbesondere fur eine zusatzlich gute Steifigkeit 
und Ebenheit der Platinen 10 und 20 und damit auch fur eine 
korrekte Ausrichtung der optischen Achsen 52. Wie die Bautei- 
le 11, 12, etc. sind auch die beiden Platinen 10 und 20 un- 
teremander vorzugsweise mittels sog. Bonddrahte 70 elekt- 
rxsch verbunden. Bauteile 11, 12, etc. und/oder die Bonddrah- 
te 70 S1 nd bevorzugt mittels einer elektrisch isolierenden 
Vergussmasse 80 vor aufieren Einfltissen geschutzt. Die auf der 
Grundplatte 40 angeordneten Baueinheiten lassen sich einfach 
und problemlos in ein geeignetes Gehause 41 einbringen. Der 
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Gehausedeckel 42 weist mittig zentriert oberhalb der opti- 
schen Achse 52 eine Offnung auf, in welcher in einer ein- 
fachsten Ausgestaltung eine optisch durchlassige Scheibe 43, 
beispielsweise aus Glas, angeordnet ist. Vorzugsweise ist die 
5 Scheibe 43 an das Design des Kraf tf ahrzeuges angepasst, bei- 
spielsweise entsprechend eingefarbt. Im vorstehend erlauter- 
ten Zusammenhang kann bei der Bilderzeugungsvorrichtung 1 
nach der Erfindung auch ein optischer Filter 44 vorgesehen 
sein. Bevorzugt weist die Scheibe 43 selbst Filtereigenschaf- 
10 ten auf . Gehause 41, Gehausedeckel 42 und Scheibe 43 bzw. 

Filter 44 sind bevorzugt einstttckig ausgebildet bzw. zu einer 
Gehauseeinheit vormontiert . 

Fig. 2 zeigt eine 3D-Bilderzeugungsvorrichtung, insb. eine 
15 3D-Kamera, 1 nach der Erfindung, Gegentiber der in Fig. l-.ab- 
gebildeten Mono-Kamera 1 weist die 3D-Kaitiera 1 zwei, vorzugs- 
weise vormontierte, Optikmoduln 50, 51, 52, 53 auf, welche 
insoweit bevorzugt vorjustierte Einheiten darstellen. Zwi- 
schen den Optikmoduln ist eine weitere, dritte Platine 30 
20 beispielsweise aus einem FR4-Substrat oder bevorzugt als.Me- 
tall-Leiterplatte ausgebildet angeordnet. Diese tragt eine 
Beleuchtungseinheit 31, beispielsweise matrixf ormig angeord- 
nete lichtemittierende Dioden bzw. Lumineszenzdioden, sog. 
LED-Elemente. Die dritte Platine 30 ist Ober entsprechende 

•Halter 32 oberhalb der ersten Platine 10 fixiert. An Stelle 
der Halter 32 konnen auch die Optikgeh^use 53 diese Aufgabe 
ubernehmen. Zwecks thermischer Isolation der ersten Platine 
10 gegentiber dem LED-Feld 31 ist zwischen erster 10 und drit- 
ter 30 Platine ein thermischer Schirm 60, beispielsweise eine 
30 Warmestrahlung abweisende Folie, angeordnet. Oberhalb der Op- 
tiken 51 weist der Gehausedeckel 42 eine optisch durchlassige 
Scheibe 43 oder einen geeigneten optischen Filter 44 auf. 

Fig. 3 zeigt die 3D-Bilderzeugungsvorrichtung bzw. 3D-Kamera 
35 1 nach Fig. 2 mit einer abgewinkelten Grundplatte 40 ohne Ge- 
hause und Vergussmasse . Der Neigungswinkel a zwischen erster 
10 und zweiter Platine 20 bzw. von der Grundplatte 40 kann 
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letztlxch beliebig sein. Die Neigung a muss .freilich nicht, 
wxe gezeichnet, innerhalb einer Ebene liegen, sie kann sich 
auch xn exnen dreidimensionalen Raum hinein erstrecken. Deut- 
ixch erkennbar jedoch 1st, wie aufgrund der Neigung a in 
vorteilhafter Weise das Gehause der Karaera 1 an den Verlauf 
einer gekrummten Oberflache angepasst werden kann. 

Fig. 4 zeigt die 3D-Bilderzeugungsvorrichtung 1 nach Fig 3 
Gegenuber dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 zeigt Fig \ ' 
em grofiflachigeres Beleuchtungs-Modul 31, welches sich nicht 
nur zwischen sondern auch seitlich der Optik 51 erstreckt. Urn 
die Optxk 51 nicht zu stSren, weist die Platine 30 im Bereich 
der Optik 51 eine Aussparung 33 auf. 

Die Zeichnung verdeutlicht, wie die erf indungsgemafie Bilder- 
zeugungsvorrichtung 1 zuraindest im Bereich ihrer Optikmoduln 
^0, 51, 52, 53) eine miniraale Bauhohe aufweist, weshalb sich 
ie er.xndun^emafle Biiderzeugungsvorrichtung 1 insbesondere 
fur Exnbauten als Insassenerkennungseinheit im Dachhimmel o- 
der Spurwechselassistent im Auiienspiegel eines Kraf tfahrzeu- 
ges exgnet, eben dort, wo extreme Einbauverhaitnisses anzu- 
treffen sind und bekannte Kamerasysteme versagen 
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Patentanspriiche 

1. Bilderzeugungsvorrichtung (1), insbesondere 3D-Kamera, 
zum Einbau im Dachbereich eines Kraf tf ahrzeuges zwecks 
Erfassung eines Objektes bzw. eines Elements im Innen- 
raum des Fahrzeuges oder 

zum Einbau im AuJienspiegel eines Kraf tf ahrzeuges zwecks 

Erfassung eines Gegenstandes bzw. Fremdf ahrzeuges auf 

der benachbarten Fahrbahnspur, 

gekennzeichnet durch 

eine starre erste Platine (10) fiir hochkomplexe 
Halbleiter wie Mikro-Controller (11), Speicher 
(12), etc. mit wenigstens einen optischen Bildauf- 
nahmesensor (50) ; und 

eine zweite Platine (20) fiir alle anderen Bauteile 
wie insb. grofie Kondensatoren, Transistoren, Wider- 
stande, Spulen, Stecker etc. (21, 22); 
wobei erste (10) und zweite (20) Platine auf einer me- 
tallischen Grundplatte (40) angeordnet, vorzugsweise 
eingeklebt, sind. 

2. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass wenigstens die erste Platine (10), 
vorzugsweise auch die zweite Platine (20), thermische 
Pads, Vias oder sog. Peltier-Elemente (13) aufweist. 

3. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass mittig zentriert ttber dem 
optischen Bildauf nahmesensor (50) eine, vorzugsweise mit 
einem Gehause (53) oder einer Halterung (32) vormontier- 
te, Optik (51) starr angeordnet ist. 

4. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass zumindest die erste Platine 
(10) nach der Chip-on-Board- und/oder Flip-Chip-Technik 
gefertigt ist. 
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5. 


6. 


7. 


8, 


BUderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste Platine (10) mehrere La- 
gen fur Verbindungen und definierte Impedanzen aufweist. 

Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen 
AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (10) 
und die zweite Platine (20) in einem beliebigen Winkel a 
zuemander geneigt angeordnet sind. 

Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen 
Ansprtiche, gekennzeichnet durch eine dritte, vorzugswei- 
se zwischen und/oder seitlich der Optik(en) (51) ange- 
ordneten, Platine (30) mit einer Beleuchtungseinheit 
( 3 1 ) # 

Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die dritte Platine (30) durch das 
Gehause (53) fur die Optik (51) und/oder eine separate 
Halterung (32) gehaltert ist, wobei das Optikgehause 
(53) und/oder die Halterung (32) bevorzugt durch Metal- 
lasxerung zumindest an ihrer Oberflache eine elektrische 
Verbmdung zwischen der Beleuchtungseinheit (31) und 
z.B. der erster Platine (10) herstellt. 

Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 7 oder 8 
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen erster (10) und 
dritter (30) Platine ein thermisches Isolationsmedium 
(60), xnsbesondere ein thermischer Schirm (60), angeord 




net ist. 


0. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen 
Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite (20) 
und/oder dritte (30) Platine eine FR4- oder Metall- 
Leiterplatte ist. 

1. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen 
Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbinden 
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der Chipanschliisse mit der Platine (10; 20; 30) und das 
Verbinden der ersten (10) und/oder zweiten (20) und/oder 
dritten (30) Platine untereinander mittels Bonddrahte 
(70) erfolgen. 

12. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen 
Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bonddrahte 
(70) und/oder dazu benachbarte Bauteile (11; 12; etc.) 
mittels einer Vergussmasse (80) vor aulieren Einflussen 
10 geschiitzt sind. 
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Zusammenf assung 


Die Erfindung betrifft eine Bilderzeugungsvorrichtung (1), 
insbesondere eine 3D-Kamera. 

Zwecks Erzielung kleindimensionierter Baugrofien sowie aus 
warmetechnischen Uberlegungen zeichnet sich die erfindungsge 
mafie Bilderzeugungsvorrichtung 1 durch ihren Aufbau aus. Dem 
nach hat die Kamera (1) wenigstens eine starre erste Platine 
(10) fur hochkomplexe Halbleiter wie Mikro-Controller (11), 
Speicher (12), etc. mit wenigstens einen optischen Bildauf- 
nahmesensor (50); und eine.zweite Platine (20) far alle ande 
ren Bauteile wie insb. groBe Kondensatoren, Transistoren, Wi 
derstande, Spulen (21) oder Stecker (22) etc, wobei erste 
(10) und zweite (20) Platine auf einer metallischen Grund- 
platte (40) angeordnet, vorzugsweise eingeklebt, sind. 

Die erfindungsgemafie Bilderzeugungsvorrichtung (l) weist in 
vorteilhafter Weise zumindest im Bereich ihrer Optikmoduln 
(50, 51, 52, 53) eine minimale Bauhohe auf, weshalb sie sich 
insbesondere fur Einbauten als Insassenerkennungseinheit im 
Dachhimmel oder Spurwechselassistent im Aufienspiegel eines 
Kraftfahrzeuges eignet, eben dort, wo extreme Einbauverhalt- 
nisses anzutreffen sind und bekannte Kamerasysteme versagen. 

Fig. 2 
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